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DESCRIPCION

Procedimiento de fabricacién de un soporte de da-
tos y el soporte de datos fabricado segun este proce-
dimiento.

La invenci6n se refiere a un procedimiento para
la fabricacién de soportes de datos conforme al pre-
ambulo de la reivindicacién 1. La invencion se refiere
ademds a un soporte de datos fabricado de acuerdo
con este procedimiento.

Para la fabricacion de tarjetas chip se implanta un
médulo chip en el cuerpo de la tarjeta, y ésta se une
eléctrica y mecdnicamente con una antena empotra-
da en la tarjeta. De este modo se pueden fabricar so-
portes de datos con lo que se denomina una funcién
dual, donde el mddulo chip implantado queda accesi-
ble tanto a través de una superficie de contacto como
también sin contacto a través de la antena.

El cuerpo para tales soportes de datos o tarjetas
chip se fabrica principalmente mediante la laminacién
de varias capas. La antena es una bobina grabada con
acido, impresa, bobinada o colocada dispuesta sobre
una de estas capas.

La implantacién del médulo chip en la fabricacién
de soportes de datos con funcién dual puede realizar-
se esencialmente del mismo modo que en la fabrica-
cién de una tarjeta bancaria convencional. Para ello
se fresa un rebaje en una tarjeta en bruto para alojar
el médulo chip y a continuacién se pega el médulo
chip dentro de este rebaje. Este rebaje se denomina
también fresado de la cavidad. Si se desea fabricar un
soporte de datos con funcion dual es necesario que la
antena se una eléctrica y mecdnicamente con el mé-
dulo chip. De acuerdo con uno de los estados de la
técnica, la propia antena o las conexiones para la an-
tena se fresan dejandolas al descubierto y al hacerlo
se fresa la antena o las conexiones con la antena. Con
una pasta eléctricamente conductora el médulo chip
se une entonces eléctricamente con la antena. En es-
te procedimiento existe la dificultad de que la antena
fresada o las conexiones fresadas se pueden oxidar,
y por lo tanto queda perturbada o incluso impedida
la conductividad eléctrica y con ello la seguridad de
funcionamiento.

En el estado de la técnica se conocen ademds los
procedimientos siguientes mediante los cuales se trata
de establecer un contacto de una tarjeta chip.

La patente DE-A-10122416 describe un procedi-
miento para la fabricacién de una tarjeta chip con bo-
bina, donde se establece una conexién entre la bobina
y las superficies de conexién de un circuito integrado.
La conexién se establece por medio de una Idmina
metélica que se fresa dejandola al descubierto y tam-
bién se inicia ligeramente el fresado de la misma. El
inicio de fresado de la ldmina metdlica sin embargo
puede perjudicar un contacto perfecto.

La patente DE19728993C describe un procedi-
miento para la fabricacién de una tarjeta chip con una
antena integrada, donde el contacto entre el médulo
chip y la antena se establece por medio de una espi-
ga eléctricamente conductora, que se clava en la tar-
jeta chip a una profundidad tal que su extremo ante-
rior quede unido con ajuste de friccién con la antena.
La espiga estd fabricada preferentemente de aluminio.
También aqui podria haber limites en cuanto a la du-
rabilidad debido a oxidaciones.

El modelo de utilidad W0O99/21131 describe tam-
bién un procedimiento para la fabricacién de tarjetas
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chip, donde el médulo chip se une con la antena por
medio de una masa eléctricamente conductora tal co-
mo un pegamento conductor o similar. Esta masa con-
ductora se aplica sobre la segunda superficie de con-
tacto mediante un dispositivo dosificador.

El modelo de utilidad 98/08191 se ocupa también
de un procedimiento para el establecimiento de una
conexion eléctrica y mecanica en una tarjeta chip, es-
tableciéndose la conexién empleando un pegamento
en caliente y de fusién, y utilizando una capa conduc-
tora adicional o particulas conductoras.

La invencién tiene como objetivo crear un proce-
dimiento de la clase indicada inicialmente, que evite
las dificultades citadas y asegure una conexién eléc-
trica duradera, especialmente entre un modelo chip y
una antena, con un tiempo de utilizacién largo.

El objetivo se resuelve en un procedimiento con-
forme a la especie segun la reivindicacién 1. Dado que
la capa de metal precioso estd situada rebajada ésta se
puede dejar al descubierto sin que sufra dafios. La ca-
pa de metal precioso puede ser comparativamente del-
gada ya que al descargar el cuerpo de la tarjeta no su-
fre dafios, por ejemplo no es fresada. Dado que sélo se
necesitan pequefias cantidades de un metal precioso,
por ejemplo oro, para establecer una capa de este tipo,
los costes adicionales para esta capa son comparativa-
mente reducidos. Dado que la superficie de contacto
formada por la capa de metal precioso no se oxida, a
diferencia del cobre u otros metales no férreos, no se
puede alterar o impedir la conductividad eléctrica de
este punto de contacto, y por lo tanto la seguridad de
funcionamiento. Con el procedimiento conforme a la
invencién se puede crear por lo tanto una superficie
de contacto en un soporte de datos, y en particular en
una tarjeta chip, que esté exenta de oxidacion y que a
pesar de ello no dé lugar a unos costes notablemente
superiores.

Estd previsto que la capa de metal precioso es-
té situada sobre un puente de contacto empotrado en
el cuerpo de la tarjeta. Este puente de contacto, por
ejemplo, va soldado a una antena y se encuentra entre
las capas laminadas del cuerpo de la tarjeta. El puen-
te de contacto se empotra de tal manera en el cuer-
po de la tarjeta que tras la fabricacién de la tarjeta
en bruto se encuentre siempre en la misma posicién
de los ejes X e Y de la tarjeta. Al realizar la cavi-
dad para el médulo chip, entonces, al mismo tiempo
se puede dejar al descubierto la citada capa de metal
precioso.

De acuerdo con un perfeccionamiento de la inven-
cion, la capa de metal precioso se deja al descubierto
mediante una herramienta de fresado. La herramienta
de fresado tiene preferentemente una unidad detecto-
ra, y se fresa de tal manera que no se llega a tocar la
capa de metal precioso. La unidad detectora permi-
te introducir con exactitud la herramienta de fresado
dentro del cuerpo de tal manera que se toque ligera-
mente el cuerpo de contacto y en particular el puente
de contacto.

Dado que la capa de metal precioso estd dispuesta
en posicidn rebajada, ésta no es tocada por la fresa y
por lo tanto permanece incélume. De acuerdo con un
perfeccionamiento de la invencidn, los restos que per-
manecen en el rebaje encima de la capa metélica, se
retiran aspirdndolos.

A continuacién se describe con mayor detalle la
invencion sirviéndose del dibujo. Las figuras mues-
tran:
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Figura 1 esquemadticamente una vista de un sopor-
te de datos conforme a la invencion;

Figura 2 un detalle muy ampliado de la figura 1;

Figura 3 una seccién a lo largo de la linea III-3 de
lafigura l,y

Figuras 4-7 esquemdticamente, distintas fases del
proceso.

La figura 1 muestra un soporte de datos 1 que lleva
un moédulo chip 4, de por si conocido, que va empo-
trado en las cavidades 5 y 6 representadas en la figura
3. La fijacién del médulo chip 4 en las cavidades 5 y
6 tiene lugar de forma de por si conocida, por ejemplo
mediante un pegamento. El médulo chip 4 estd unido
a una antena 3, que preferentemente va empotrada en
el cuerpo de la tarjeta 2. La antena 3 es, por ejemplo,
una bobina de cobre grabada, estampada, bobinada o
colocada. De acuerdo con la figura 3, estd dispuesta
sobre una capa inferior 10 del cuerpo de la tarjeta 2,
y esta capa 10 estd unida a otra capa 9 situada enci-
ma. Las dos capas 9 y 10 estdn unidas entre si, por
ejemplo, mediante laminacién. En principio el cuer-
po 2 puede presentar también otras capas que aqui no
estan representadas. Las capas 9 y 10 son preferente-
mente capas de plastico, por ejemplo de policarbonato
ode PVC.

De acuerdo con la figura 2, los dos extremos 3a 'y
3b de la antena 3 estdn unidos eléctrica y mecdnica-
mente con un puente de contacto 7. La unién tiene lu-
gar por ejemplo mediante soldadura. De acuerdo con
la figura 3, el puente de contacto 7 va colocado en la
capa 10, y presenta en un rebaje 19 en forma de ra-
nura una capa de metal precioso 8. La capa de metal
precioso 8 es por ejemplo y preferentemente de oro,
y comparativamente delgada, y va colocada sobre una
superficie plana 11 del rebaje 19, tal como muestra la
figura 4. La capa de metal precioso 8 forma una pri-
mera superficie de contacto 17.

Las dos cavidades citadas 5 y 6 estdn dispuestas
de tal manera que queden por encima del puente de
contacto 7, estando realizada una segunda cavidad 6
de tal manera que atraviese el puente de contacto 7
segun la figura 3. La primera cavidad 5 tiene menos
profundidad, pero es mds ancha y se extiende por en-
cima de las capas de metal precioso 8 separadas entre
si. En la figura 3 se ha indicado con linea de trazos el
modulo chip 4 colocado en las cavidades 5 y 6. En el
cuerpo de la tarjeta 2 se han mecanizado dos rebajes
fresados 20, que dejan al descubierto el cuerpo de la
tarjeta 2 encima de las capas de metal precioso 8. Es-
tos rebajes fresados 20 se realizan en particular con
una fresa adecuada. Para la unién eléctrica y mecéni-
ca de las capas de metal precioso 8 con las superficies
de contacto 18 del médulo chip 4 se rellena el rebaje
fresado 20 con una pasta de contacto. Las uniones del
mddulo chip 4 con la antena 3 tienen lugar por lo tan-
to a través de esta pasta de contacto, en las capas de
metal precioso 8 y en el puente de contacto 7 asi como
en los puntos de soldadura en los extremos 3a'y 3b de
la antena 3. Las superficies de contacto 18 del mddu-
lo chip 4 también pueden estar formadas por capas de
metal precioso, que aqui no estin representadas.

A continuacién se describe con mayor detalle el
procedimiento para la fabricacién del soporte de da-
tos 1.

Antes de proceder a la laminacién se fija sobre la
capa 10 el puente de contacto 7 y se une eléctrica y
mecanicamente con la antena 3 por sus extremos 3a
y 3b. La unién se realiza por ejemplo mediante sol-
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dadura. El puente de contacto 7 se sitiia exactamente
en la posicion en la que mds adelante se montard el
mddulo chip 4.

Una vez que estdn colocados el puente de contacto
7 y la antena 3, se unen entre si las dos capas 9 y 10,
por ejemplo mediante laminacién. A continuacion se
realizan las dos cavidades 5 y 6 con una herramienta
adecuada, por ejemplo con una fresa. Por medio de la
segunda cavidad 6 se separa el puente de contacto 7.
Ahora se realizan los dos rebajes fresados 20, confor-
me a las figuras 4 y 6, con una herramienta adecua-
da 13. La herramienta 13 se introduce en la capa 9,
de acuerdo con la figura 4, en el sentido de la flecha
14, desde arriba, hasta que una cara frontal 13a de la
herramienta 13 toque ligeramente una cara superior
12 del puente de contacto 7. Lo importante es que al
hacerlo no se retire por fresado la capa de metal pre-
cioso 8. La capa de metal precioso 8 estd dispuesta en
el rebaje 19, y por lo tanto se encuentra por debajo de
la cara superior 12, protegida contra el arranque. Para
que la herramienta 13 se pueda parar a tiempo al fre-
sar, la herramienta 13 presenta, segtn la figura 5, una
unidad detectora 15, de por s conocida, que reaccio-
na ante el puente de contacto 7 y emite una sefial en
cuanto la herramienta 13 toque el puente de contacto.

En el rebaje 19 puede quedar encima de la capa de
metal precioso 8 un resto 16, que preferentemente se
retira aspirdndolo. La capa de metal precioso queda
finalmente al descubierto segun la figura 7.

Ambos rebajes fresados 20 se realizan tal como
se ha descrito anteriormente. Se pueden realizar si-
multdneamente con dos herramientas 13 conducidas
en paralelo, por ejemplo mediante dos cabezales de
fresado.

Sobre las capas de metal precioso 8 que quedan al
descubierto se aplica ahora una pasta de contacto, que
aqui no estd representada. La pasta de contacto estd
dosificada de tal manera que sobresalga de la segunda
cavidad 6. Al implantar el médulo chip 4 se introduce
a presion esta pasta de contacto en los rebajes fresa-
dos 20 y en los rebajes 19, con lo cual se establece una
unién duradera entre las segundas superficies de con-
tacto 18 del médulo chip 4 y las primeras superficies
de contacto 17 del puente de contacto 7. Mediante un
pegamento, por ejemplo un pegamento de fusién en
caliente, se fija ahora el médulo chip 4 mecdnicamen-
te en las cavidades 5 y 6.

En los médulos chip 4 convencionales empleados
para la fabricacion de tarjetas chip, las superficies de
contacto también estdn provistas de un recubrimiento
de metal precioso. En el soporte de datos conforme a
la invencién no puede producirse por lo tanto ninguna
oxidacion en las uniones entre el médulo chip 4 y la
antena 3. De este modo se puede asegurar una unién
eléctrica duradera a lo largo de un tiempo de funcio-
namiento prolongado, por ejemplo, de diez afos.
Lista de referencias

Soporte de datos
2 Cuerpo de la tarjeta
3 Antena
3a Extremo
3b Extremo
4 Mobdulo chip

5 Primera cavidad
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Segunda cavidad

Puente de contacto

Metal precioso

Capa de la tarjeta

Capa de la tarjeta

Superficie plana del puente de contacto
Cara superior del puente de contacto

Herramienta
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13a
14
15
16
17
18
19
20

Cara frontal

Flecha

Unidad detectora

Residuo

Primera superficie de contacto
Segunda superficie de contacto
Rebaje

Cavidad fresada
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para la fabricacién de soportes
de datos (1), en los que se une eléctrica y mecénica-
mente, por lo menos, una primera superficie de con-
tacto (17) de un primer componente (3, 7) que lleva
una antena (3) y un puente de contacto (7) unido a
ésta, con una segunda superficie de contacto (18) de
un segundo componente (4) empotrado en un cuerpo
(2) del soporte de datos 1, estando formada la prime-
ra superficie de contacto (17) por una capa de metal
precioso (8) dispuesta en posicién rebajada y empo-
trada en el cuerpo (2), y dejando esta capa de metal
precioso (8) al descubierto mediante una herramienta
(13), donde se arranca una zona del cuerpo (2) encima
de la capa de metal precioso (8), uniendo eléctrica y
mecdnicamente la capa de metal precioso (8) que ha
quedado al descubierto con la segunda superficie de
contacto (18), caracterizado porque la capa de metal
precioso (8) esta dispuesta en un rebaje del puente de
contacto (7) por debajo de la cara superior del puen-
te de contacto (7) unido con la antena, quedando la
capa de metal precioso al descubierto con los pasos
siguientes:

- la herramienta arranca una zona del cuerpo de
la tarjeta hasta la citada cara superior del puente de
contacto (7),

- se retiran los restos del cuerpo de tarjeta que que-
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dan en el rebaje encima de la capa de metal precioso.

2. Procedimiento segtin la reivindicacién 1, carac-
terizado porque la herramienta entra en contacto con
la citada cara superior del puente de contacto (7).

3. Procedimiento segtin la reivindicacién 1 o 2, ca-
racterizado porque la capa de metal precioso (8) se
deja al descubierto mediante una herramienta de fre-
sado (13).

4. Procedimiento segun la reivindicacién 3, carac-
terizado porque la herramienta de fresado (13) lleva
una unidad detectora (15) que responde ante el puente
de contacto (7) y emite una sefial en cuanto la herra-
mienta (13) toca el puente de contacto.

5. Procedimiento segtn una de las reivindicacio-
nes 1 a 4, caracterizado porque los restos del cuerpo
de la tarjeta, que después del arranque quedan encima
de la capa de metal precioso 8, se retiran aspirdndolos.

6. Soporte de datos fabricado de acuerdo con el
procedimiento segun la reivindicacién 1, caracteri-
zado porque se trata de una tarjeta chip, y porque la
capa de metal precioso se mantiene sin haber sufri-
do dafios en el rebaje del puente de contacto (7), y
porque la cara superior del puente de contacto esta
fresada encima del rebaje.

7. Soporte de datos segtn la reivindicacion 6, ca-
racterizado porque la capa de metal precioso (8) es
de oro.
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